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(57) Abstract

The invention relates to a sensor device for detecting biometric characteristics, especially fingerprint minutiae, using a biometric sensor
chip (3), wherein the sensor chip (3) is fixed to a flexible printed board (2) consisting of a highly flexible substrate (5) and conductors (6,
6’) placed on the substrate (5), which are in electrical contact with the sensor chip (3) and are guided towards a connecting area (7) of the
flexible printed board (2).

(57) Zusammenfassung

Bei einer Sensoreinrichtung zur Erfassung von biometrischen Merkmalen, insbesondere Fingerminutien, mittels eines biometrischen
Sensorchips (3), ist der Sensorchip (3) an einer Flexleiterplatte (2) befestigt, die aus einer hochflexiblen Trigerschicht (5) und auf
der Tragerschicht (5) aufgebrachten Leiterbahnen (6, 6°) besteht, die mit dem Sensorchip (3) in elektrischem Kontakt und zu einem
AnschiuBbereich (7) der Flexleiterplatte (2) gefithrt sind.
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Beschreibung

Sensoreinrichtung zur Erfassung von biometrischen Merkmalen,

insbesondere Fingerminutien

Die Erfindung betrifft eine Sensoreinrichtung zur Erfassung
von biometrischen Merkmalen, insbesondere Fingerminutien,

mittels eines biometrischen Sensorchips.

Es ist bekannt, personenspezifische Merkmale, beispielsweise
Fingerminutien, d.h. Fingerabdricke, mittels biometrischer
Fingertippsensoren zu erfassen, um in Abhangigkeit des Er-
fassungsergebnisses den Zugang zu einem Ger&t, einem Raum
etc. zu ermdglichen oder zu verweigern. Eine derartige
Authentifizierung von Personen mittels biometrischer Daten
kann beispielsweise bei Bankautomaten, Handys und Computer
eingesetzt werden.

Bekannte Sensoreinrichtungen dieser Art werden uUblicherweise
dadurch hergestellt, daB der Sensorchip auf eine Trager-
platte aufgesetzt wird, daB anschlieBend die Anschlullpads
des Sensorchips mit den Leiterbahnen auf der Tragerplatte
mittels eines Wirebonding-Verfahrens verbunden werden und
der Sensorchip mit einer Masse eingekapselt wird, um ihn an
der Tré&agerplatte stabil zu halten und zu schiitzen.
Nachteilig ist hierbei jedoch, daB eine derartige Anordnung
einen relativ aufwendigen HerstellprozeR erfordert. Weiter-
hin ist oftmals die Montage einer derartigen Sensoreinrich-
tung in dem aufnehmenden Geh&duse relativ kompliziert und
toleranzkritisch.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Sensor-
einrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die be-
sonders einfach herstellbar ist und dariberhinaus auf ein-

fache Weise in Ger&te eingebaut werden kann.
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemdf durch die Merkmale des
Anspruchs 1 geldst. Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Er-

findung sind in den weiteren Anspriichen beschrieben.

Bei der erfindungsgemidfen Sensoreinrichtung ist der Sensor-
chip an einer Flexleiterplatte befestigt, die aus einem
hochflexiblen Tridgermaterial und auf dem Tragermaterial auf-
gebrachten Leiterbahnen besteht, die mit dem Sensorchip in
elektrischem Kontakt und zu einem Anschlulbereich der Flex-

leiterplatte gefihrt sind.

Die erfindungsgemiRe Sensoreinrichtung bietet den Vorteil,
da® die Sensorchips auf Flexleiterplatten montiert und
getestet werden konnen, die in Form von Endlosbandern oder
Nutzen, d.h. grdBeren Bogen, auf denen sich eine Mehrzahl
von Flexleiterplatten befinden, vorliegen. Der Einbau der
Sensoreinrichtungen in die Gerdte ist in den Herstellprozef
leicht zu integrieren und dementsprechend kostengilinstig. Die
Verbindung zwischen dem Anschlufbereich der Flexleiterplatte
zum Ger&t kann Uber eine Standardsteckverbindung, beispiel-
sweise einen Nullkraftstecker, oder eine Lotverbindung er-
folgen. Weiterhin kann die Flexleiterplatte entsprechend den
Kundenwiinschen konfektioniert werden, d.h. die Lange, Bre-
ite, Form der Anschlisse etc. der Flexleiterplatte kann auf
einfache Weise individuell ausgelegt werden. Aufgrund der
Flexibilit&dt der Flexleiterplatte ist die Sensoreinrichtung
dariberhinaus auch bei grdBeren Hohentoleranzen des

Gerateaufnahmeraums leicht zu montieren.

GemiB einer vorteilhaften Ausfiihrungsform ist der Sensorchip
an der Flexleiterplatte derart befestigt, daB das Sensorfeld
des Sensorchips durch eine Durchgangséffnung der Flexleiter-

platte hindurch zuganglich ist.

Vorzugsweise ist die Durchgangstffnung der Flexleiterplatte
auf der Berithrungsseite zumindest teilweise von einem elek-

trisch leitenden Masserahmen umgeben, der mit einer Leiter-
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bahn der Flexleiterplatte in elektrisch leitender Verbindung
steht. Ein derartiger Masserahmen wird beim Auflegen
beispielsweise eines Fingers auf die Sensoreinrichtung
zwangslaufig vom Finger kontaktiert und leitet Span-
nungsspitzen vom Finger zur Erde ab. Ein derartiger
Masserahmen kann sehr einfach und auf die gleiche Weise wie
die Leiterbahnen auf das flexible Trédgermaterial der Flex-

leiterplatte aufgebracht werden.

Gem&BR einer vorteilhaften Ausfihrungsform weist die Sensore-
inrichtung ein formstabiles Halte- und Fihrungsteil fir den
Sensorchip mit einer Vertiefung auf, in die der Sensorchip

einsetzbar und in welcher der Sensorchip festlegbar ist. Ein
derartiges Halte- und Fihrungsteil dient zur Befestigung der
gesamten Sensoreinrichtung am Gerdt, positioniert den Sen-

sorchip mittels der Vertiefung und schitzt zugleich den Sen-

sorchip, da dieser in der Vertiefung eingebettet ist.

Da der Sensorchip von der Unterseite der Flexleiterplatte
her an dieser befestigt wird, ist es zweckm&Big, wenn die
Sensor-Pads, d.h. seine AnschluBkontakte, an der Oberseite
des Sensorchips angeordnet sind, so dal auf der Unterseite
der Flexleiterbahn angeordnete Leiterbahnen direkt auf die
Sensorchip-Pads aufgelegt und mit diesen elektrisch verbun-
den werden koénnen. Diese elektrische Verbindung kann durch
bekannte Verfahren wie HeiBsiegeln, Loten, Thermokompres-
sion, Thermosonic, Wirebonden usw. durchgefiihrt werden. Es
ist jedoch auch ohne weiteres moglich, die Leiterbahnen der
Flexleiterplatte zusdtzlich oder alternativ auf der Ober-
seite der Tragerschicht aufzubringen und durch einen
Durchbruch in der Tragerschicht hindurch und den Sensor-Pads

zu kontaktieren.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen

beispielshaft ndher erlautert. In diesen zeigen:
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Figur 1 : eine Explosionsdarstellung der erfindungsgemdfben

Sensoreinrichtung mit Flexleiterplatte, Sensor-

chip und Halte- und Fihrungsteil,
Figur 2 : einen Lingsschnitt durch die Sensoreinrichtung
von Figur 1 vor dem Einsetzen des Sensorchips in das

Halte- und Fuhrungsteil,

Figur 3 : eine Darstellung entsprechend Figur 2 nach dem
Figur 4 : einen Teil eines Langsschnitts langs der Linie
Iv- IV von Figur 6 bei montiertem Sensorchip,
Figur 5 : einen Teil eines Langsschnitts langs der Linie
V-V von Figur 6 bei montiertem Sensorchip, und
Figur 6 : eine Draufsicht auf die Flexleiterplatte.

Die in Figur 1 explosionsartig dargestellte Sensoreinrich-
tung 1 besteht im wesentlichen aus einer Flexleiterplatte 2,

einem Sensorchip 3 und einem Halte- und Fihrungsteil 4.

Die Flexleiterplatte 2 besteht aus einer dinnen, hochflexi-
blen, nicht leitenden Tr&dgerschicht 5, beispielsweise aus
Kapton oder einer PET-Folie. Auf der Unterseite dieser
Tragerschicht 5 sind eine Vielzahl von Leiterbahnen 6 aufge-
bracht, die sich bei dem dargestellten Ausfithrungsbeispiel
im wesentlichen in Lingsrichtung der streifenartigen Flex-
leiterplatte 2 von einem AnschluBbereich 7, der sich an
einem Ende der Flexleiterplatte 2 befindet, in Richtung
einer rechteckigen oder guadratischen Durchgangsdffnung 8
erstrecken. Der Rand dieser Durchgangséffnung 8 ist in den
Figuren 1 und 6 mit dem Bezugszeichen 9 versehen. Die GroRe
der Durchgangséffnung 8 entspricht in etwa der GroBe eines
Sensorfeldes 10 des Sensorchips 3. Als Sensorfeld 10 wird

hierbei diejenige sensitive Flache des Sensorchips 3
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bezeichnet, welche die Minutien eines auf das Sensorfeld 10
aufgelegten Fingers erfassen kann.

Auf der Oberseite der Flexleiterplatte 2, d.h. auf der den
Leiterbahnen 6 gegeniiberliegenden Seite der Trédgerschicht 5,
ist ein Masserahmen 11 auf die Tridgerschicht 5 aufgebracht,
der die Durchgangsdéffnung 8 im Bereich des Randes 9 voll-
standig umgibt. Dieser Masserahmen 11 besteht aus einem
elektrisch leitenden Material, so daB bei Kontakt mit einem
Finger dort vorhandene Spannungsspitzen abgeleitet werden
kénnen. Zu diesem Zweck ist der Masserahmen 11 tber eine die
Triagerschicht 5 durchsetzende Durchkontaktierung 12 (Figur
5) mit einer Masseleiterbahn 6’ elektrisch verbunden, die
sich in gleicher Weise wie die Leiterbahnen 6 auf der Unter-
seite der Flexleiterplatte 2 befindet.

Die Leiterbahnen 6, die Masseleiterbahn 6’ und der Masserah-
men 11 werden dadurch hergestellt, daB auf die Tragerschicht
5 eine Kupferfolie oder Silberleitpaste aufgebracht wird.
AnschlieBend werden sie durch Atzen geeignet strukturiert
und mit einer geeigneten Metallisierung, z.B. aus SnPb oder

NiAu, versehen, um eine Oxidierung zu verhindern.

Wie weiterhin aus Figur 6 ersichtlich ist, erstrecken siéh
die Leiterbahnen 6 in Langsrichtung nicht ganz bis zum
Masserahmen 11, sondern enden kurz vor diesem. Die Masse-
leiterbahn 6’ erstreckt sich dagegen in Langsrichtung bis
unter den Masserahmen 11, so daB eine senkrechte Durchkon-
taktierung 12 geniigt, um die elektrische Verbindung zwischen

dem Masserahmen 11 und der Masseleiterbahn 6’ herzustellen.

Der Sensorchip 3 weist an seiner Oberseite freiliegende Pads
13 (Anschlufkontakte) auf. Diese Pads 13 sind mit einem ge-
wissen Abstand vor dem Sensorfeld 10 derart angeordnet, dab
jedes Pad 13 mit einer zugeordneten Leiterbahn 6 in Kontakt
ist, wenn der Sensorchip 3 von unten in der vorbestimmten

Weise an der Flexleiterplatte 2 befestigt ist. Die Fes-
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tlegung des Sensorchips 3 an der Flexleiterplatte 2 erfolgt
mittels eines Klebers 14, der benachbart zum Rand 9 der

Durchgangséffnung 8 aufgebracht wird. Der Sensorchip 3 ist
hierbei derart an der Flexleiterplatte 2 montiert, daB das
Sensorfeld 10 zur Durchgangséffnung 8 ausgerichtet ist. Das
Sensorfeld 10 zeigt im montierten Zustand nach oben, so daB
es durch die Durchgangsdffnung 8 hindurch mit dem Finger

kontaktiert werden kann.

Der an der Flexleiterplatte 2 montierte Sensorchip 3 wird
anschliefend in eine Vertiefung 15 des Halte- und Fihrung-
steils 4 eingesetzt und darin beispielsweise durch Verkleben
festgelegt. Die Vertiefung 15 ist an die AuBenkontur des
Sensorchips 3 derart angepaBt, daB der Sensorchip 3 nur mit
geringem Spielraum in die Vertiefung 15 eingesetzt wird, so
daB® eine exakte Fithrung und Positionierung flr den Sensor-
chip 3 gewahrleistet ist. Die Tiefe der Vertiefung 15 ist
derart bemessen, daB der Sensorchip 3 im wesentlichen voll-
standig eingebettet ist, d.h. die Oberfldche des Sensorchips
3 fluchtet im eingesetzten Zustand mit der seitlich angren-
zenden Oberfliche des Halte- und Fihrungsteils 4. Die mecha-
nische Stabilitat des Sensorchips 3 wird somit einerseits
durch eine relativ grofe Chipdicke und andererseits durch
den Einbau des Sensorchips 3 in das Halte- und Fihrungsteil
4 erreicht, das aus einem entsprechend biegefesten Material
besteht.

Das plattenartige Halte- und Fihrungsteil 4 weist ferner in
den Seitenbereichen vertikale Locher 16 auf, die entweder
als Schraubenlécher zum Befestigen der Sensoreinrichtung 1
an einem Gehiuse oder als Positionierungshilfen dienen, um
die Sensoreinrichtung 1 auf entsprechend vorstehende Dome

des Gehiduses aufstecken zu kénnen.

Alternativ zu der beschriebenen Ausfiihrungsform ist es ohne
weiteres méglich, die Leiterbahnen 6 zus&dtzlich oder alter-

nativ auf der Oberseite der Trédgerschicht 5 auszubilden. In
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diesem Fall weist die Tragerschicht 5 entsprechende
Durchbriiche auf, um die Pads 13 beispielsweise mittels des
Wirebonding-Verfahrens mit den auf der Oberseite der Trager-

schicht 5 befindlichen Leiterbahnen verbinden zu k&nnen.

Die Leiterbahnen 6 und die Masseleiterbahn 6’ ko&nnen im
Bereich des AnschluBbereichs 7 in einer nicht néher
dargestellten Standardsteckverbindung, beispielsweise einem
Nullkraftstecker, enden. In diesem Bereich ist die Flex-
leiterplatte 2 durch eine Querverstdrkungsleiste 17 gegen
eine zu leichte mechanische Durchbiegung gesichert. Anstelle
einer Steckverbindung kénnen in diesem Endbereich auch ohne

weiteres entsprechende Létverbindungen vorgenommen werden.

Die Lange der Flexleiterplatte 2 ist in den Figuren 1 bis 6
nur verkirzt dargestellt. Wie erkennbar, kann die Lange der
Flexleiterplatte 2 auf einfache Weise den individuellen Ein-
bauerfordernissen und Kundenwlinschen angepalt werden.

Beispielsweise kann die Linge der Flexleiterplatte 2 das 1,5

bis zig-fache der Lange des Sensorchips 3 betragen.

Es ist zu beachten, daB die Abmessungen, insbesondere die
Dickenverhidltnisse, aus Griinden einer klareren Darstellung

nicht maBstabsgetreu dargestellt sind.
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Patentanspriche

1. Sensoreinrichtung zu Erfassung von biometrischen Merk-
malen, insbesonderen Fingerminutien, mittels eines biometri-
schen Sensorchips (3), dadurch gekennzeichnet, daf der Sen-
sorchip (3) an einer Flexleiterplatte (2) befestigt ist, die
aus einer hochflexiblen Trédgerschicht (5) und auf der
Tragerschicht (5) aufgebrachten Leiterbahnen (6, 6)
besteht, die mit dem Sensorchip (3) in elektrischem Kontakt
und zu einem AnschluBbereich (7) der Flexleiterplatte (2)

gefihrt sind.

2. Sensoreinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Sensorchip (3) an der Flexleiterplatte (2) der-
art befestigt ist, daB das Sensorfeld (10) des Sensorchips
(3) durch eine Durchgangsdffnung (8) der Flexleiterplatte
(2) hindurch zuganglich ist.

3. Sensoreinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Durchgangsdffnung (8) der Flexleiterplatte
(2) auf der Beriihrungsseite zumindest teilwelise von einem
elektrisch leitenden Masserahmen (11) umgeben ist, der mit
einer Masseleiterbahn (6’) der Flexleiterplatte (2) in elek-

trisch leitender Verbindung steht.

4. Sensoreinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dahk die Sensoreinrichtung
(1) ein formstabiles Halte- und Fihrungsteil (4) fur den
Sensorchip (3) mit einer Vertiefung (15) aufweist, in die
der Sensorchip (3) einsetzbar und in welcher der Sensorchip
(3) festlegbar ist.

5. Sensoreinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (6,
6’) auf der Unterseite der Flexleiterplatte (2) angeordnet
und mit Sensorchip-Pads (13) elektrisch verbunden sind, die

auf der Oberseite des Sensorchips (3) angeordnet sind.
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6. Sensoreinrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daf die Tragerschicht (5)
der Flexleiterplatte (2) aus Kapton oder einer PET-Folie

besteht.
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